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前言

　　集成电路是信息产业的核心部分。
2000年，以集成电路为基础的信息产业成为世界第一大产业。
2007年，我国信息产业规模己超过日本，连续四年位列世界第二，已成为我国第一大支柱产业。
2005年，我国已经超过美国，成为全球第一大集成电路消费市场。
但是我国集成电路设计业总销售额仅占全球市场的3%，这一产业规模使得我国集成电路行业的贸易逆
差也成为全球第一。
据“中国集成电路设计产业新十年发展论坛暨中国半导体行业协会设计分会2005年年会”会议报告
，2004年我国集成电路的进口额是石油进口额的1.3倍，钢材进口额的1 7倍，高达546.2亿美元，这种形
势还在继续恶化。
针对我国集成电路自主创新能力薄弱、缺乏核心技术的现状，国家非常重视“十一五”期间集成电路
产业的发展，“自主创新”将成为产业发展的战略重点，加快我国从集成电路的消费大国到产业强国
的转型步伐。
　　在高端通用芯片领域，我国经过多年的努力已经拥有自主设计的CPU、存储器和DSP芯片。
但是至今还没有自主设计的商品化FPGA器件及其软件系统。
在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006——2020）》中，已经把核心电子器件、高端通用芯
片及基础软件产品列为重大专项，其中FPGA是重要的组成部分。
随着国际电子工业竞争日趋激烈，产品从开始设计到最终上市的时间直接关系到企业的生存与否。
基于FPGA设计的电子产品具有设计成本低、上市时间快、设计灵活便于修改、生命周期长等优点，
在通信、消费电子、汽车电子、工业控制、互联网等领域均得到了广泛应用，并不断渗透到ASIC
、ASSP、DSP芯片的传统市场。
FPGA的市场占有份额以及在整个集成电路领域的核心地位不断提高。
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内容概要

　　《深亚微米FPGA结构与CAD设计》译自加拿大Vaughn Betz所著的《Architecture and CAD for
Deepsubmicron FPGAs》，《深亚微米FPGA结构与CAD设计》是FPGA硬件结构设计和软件算法开发的
经典之作。
《深亚微米FPGA结构与CAD设计》详细论述了在高性能FPGA结构设计和CAD软件开发中的要点，着
重探讨了对深亚微米FPGA至关重要的技术和学术问题。
《深亚微米FPGA结构与CAD设计》不讨论如何使用商用的FPGA器件，而是侧重于自主研究设
计FPGA芯片结构和软件算法。
通过分析和比较不同的可编程硬件结构、优化算法，得出提高FPGA芯片结构效率和算法性能的基本
方法。
　　《深亚微米FPGA结构与CAD设计》适合于电子和计算机技术专业高年级本科生和研究生使用，
也可供通信、软件和机电类研究生、教师，以及相关专业技术人员参考。
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章节摘录

　　第1章　引言　　自从1984年问世以来，FPGA（现场可编程门阵列）已经成为数字电路设计领域
中的一种最普遍的实现途径，并且发展成为每年20亿美元的产业。
半导体工艺尺寸已经进入深亚微米领域，促使FPGA的逻辑容量大幅上升，使之能适合于实现更大规
模的设计。
为了充分利用这些新型的深亚微米工艺技术，必须重新构建FPGA硬件结构和相应的CAD（计算机辅
助设计）工具。
本书论述了高性能FPGA结构设计和CAD工具开发过程中的一些关键问题，其中着重探讨了FPGA在深
亚微米工艺下的重要议题。
　　以下三个要素决定了FPGA的性能：将电路映射到FPGA的CAD工具质量，FPGA硬件结构特性
和FPGA电路设计水平（即晶体管级的电路设计）。
本书对这三个要素做了全面综合的研究，并且相信这是第一本系统探讨FPGA结构和相应CAD工具的
书籍。
　　为了评价不同FPGA结构的优劣，需要各种CAD工具，它们能够根据每一种被研究的FPGA结构自
动实现电路。
一旦电路用某种FPGA结构实现，就需要准确的面积和延时模型来评价在待测的FPGA结构上所实现电
路的性能（达到的速度和需要的面积）。
因此本书包括以下三部分主要内容：开发高效灵活的CAD架构，创建准确的FPGA延时和面积模型和
探讨FPGA硬件结构的关键问题。
　　通过衡量在深亚微米工艺下（0.35gm）所需要的面积和达到的速度，全书比较了各种FPGA结构。
采用了对FPGA版图进行详细估计的面积模型，并兼顾一些重要深亚微米效应的延时模型，例如，在
早期研究中经常被忽略但又值得注意的金属线阻容效应。
只有采用在目标生产工艺上FPGA电路的详细模型，才能够充分地研究FPGA的结构问题。
因此本书对这些问题做了广泛的探讨。
　　工业界对FPGA的研发往往只关注个别问题的解决方法——结构工程师选择合理的设计方案并做
必要的猜测，使得一个产品能够适时地进入市场。
工业界的产品文档并不说明这些设计方案是仔细研究所得的，还只是有根有据的猜测。
他们通常不会调查（或者至少不会发表）不同的设计方案可能会造成的迥异效果。
⋯⋯
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